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반도체 IC 패키지  
설계 서비스

최첨단 반도체 패키지 설계를 주도하다

앰코의 설계 엔지니어들은 최신 설계 tool과 반도체 패키징 기술에 
경험이 있는 숙련된 전문가들입니다. 이를 통해 세계 최고 수준의  
앰코 디자인 센터는 설계 시간과 주기를 획기적으로 단축하여,
고객들에게 전문적인 조언과 서비스를 제공합니다.

앰코는 기존 제품뿐 아니라, 새로운 제품에 대한 차세대 패키지  
설계 개발을 통해 선도적으로 고객을 지원합니다. 따라서, 당사는 
독보적인 수준의 패키지 설계 전문 지식을 보유하고 있으며,  
매년 고객을 위해 수천 가지의 새로운 설계 처리 및 세계적인  
수준의 Leadframe, Laminate, Wafer Level 패키지 설계 서비스를 
제공합니다.

	f 실력이 검증된 경험이 풍부한 설계 인력들

	f 우수한 품질과 신뢰성, 그리고 효율적인 비용 설계

	f 성능 설계(DFP), 제조 설계(DFM) 및 비용 설계(DFC)

	f 고객만족을 위한 열적/전기적/기계적 요구사항 충족

Design For Performance (DFP)

설계 소요시간 단축을 위한 공동 설계

앰코는 설계에 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 되는 설계 최적화 방법(공동 설계)을 개발하였습니다. 당사의 설계 및  
시뮬레이션 인력들은 고객의 엄격한 성능 요구와 기대사항 충족을 위해 간단한 시뮬레이션부터 광범위한 엔지니어링 분석까지 
긴밀하게 협력합니다.

기존의 설계 절차

개선된 공동 설계 절차
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패키지 설계의 
진화

설계 관리

패키지 설계의 복잡성과 가파르게 
상승하는 I/O 밀도는 패키지 
설계의 요구사항을 더욱 증가하게 
하며, 이는 비용 증가로 이어질 
수 있습니다. 따라서, 합리적인 
비용으로 패키지를 설계하려면 
불필요한 비용을 발생시키는 요인을 
파악하고 통제해야 하며, 어셈블리 
공정, 기판, 재료비 간의 균형을 
고려해야 합니다.

Design For Manufacturing (DFM)

설계 자동화 도구

앰코는 고객을 위해 특별히 고안된 설계 자동화 도구를 제공합니다. 

고품질 저비용

설계에 요구되는 매개 변수의 개별 비용을 정확하게 알고 고려하지 않으면, 설계에 소요되는 누적 비용이 필요 이상으로 커질 수 
있습니다. 앰코는 가능한 한 최저 비용으로 최고의 품질 제품을 제공하는 데 필요한 고도의 설계 능력과 기술, 도구 및 팀워크를 
갖추고 있습니다.

	f Online Design Rules

앰코의 Design Rule은 1년 365일 언제든지 접속할 수 
있습니다.

	f Design DropBox

Design DropBox는 고객이 제공한 설계 정보를 확인하고,
그 결과를 고객에게 이메일을 통해 자동 전송하는 안전한 
클라우드 기반의 애플리케이션입니다.

	f SmartPackage™ Assembly Design Kits (PADKs)

칩 설계와 패키지 설계 간 공백을 메우기 위해 앰코의
SmartPackage PADK는 HDFO 패키지의 설계, 제조 및 
어셈블리 검증을 통합합니다.

	f Design Quick Start (DQS)

Design Quick Start는 고객을 위한 새로운 설계를 더  
빠르고 효율적으로 시작할 수 있도록 설계 정보 시작  
파일을 생성합니다.

	f Automatic Package Outline Drawing Generator

패키지 도면 자동 생성기를 사용하면 몇 가지 필수  
요건을 구성하여 패키지 개요 도면을 만들 수 있습니다. 
이후 도면은 자동 생성되어 이메일을 통해 고객에게 
전송됩니다.

SmartPackage™ PADK 공정 흐름

Design For Cost (DFC)

비용 설계(DFC) 공정은 비용 대비 성능 요구사항을 평가하며, 기판과 어셈블리 공정 간 
비용을 적절하게 배분합니다.



보다 자세한 내용은 홈페이지 amkor.com을 방문하시거나 sales@amkor.com으로 문의하여 
주시기 바랍니다.
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뚜렷한 경쟁 우위

기대를 뛰어넘는 고객만족

앰코는 “성능 설계” 중 “비용 설계” 및 “제조 설계” 
를 통합해 고객의 기대치를 뛰어넘는 결과물과 
뚜렷한 경쟁 우위를 고객에게 제공합니다.

앰코가 자랑하는 세계적인 수준의 설계 센터는 
전략적으로 중요한 중국 상하이, 일본, 한국, 대만,
필리핀, 포르투갈 및 미국에 분포해 있습니다.  
앰코는 차세대 기술을 통해 기존 제품 라인부터 
패키지 설계의 모든 측면에 대한 전문 지식을 
제공합니다. 
전 세계 주요 지역에 위치한 앰코의 설계팀은 
고객에게 신속하고 정확한 전문 설계 서비스를 
제공하기 위해 노력합니다.
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